
表１、モジュール取り付け部の推奨トルク値

穴径

mm
ネジ
定格トルク

(N･m)
推奨トルク

(N･m)
仮締め時トルク

(N･m)
本締め時トルク

(N･m)
－ M4 1.37 1.18 0.23～0.38 1.18
5.6 M5 1.96 1.67 0.33～0.55 1.67
6.5 M6 2.94 2.45 0.49～0.80 2.45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

今回から２回にわたりまして IGBTモジュールの取り扱い方法にて述べてまいります。

半導体素子の場合その取り扱いを誤ると、素子特性の劣化や、パッケージ及びモジュール内構

造物(絶縁基板等)の破損を生じ、絶縁耐圧不足等の特性劣化に至る場合があります。スイッチン

グ特性や熱特性等の性能的な面はいろいろ検討されますが、素子を取り付けるまでの取り扱いは

見逃されやすく大きな不具合の原因となる場合が有ります。取り扱いも素子の信頼性確保の為に

は重要な項目です。取り扱い上の注意につきましては製品カタログの中にも記載されております

が、この中では実際の作業方法等についても述べてまいりますので、両方合わせて確認下さりま

す様お願いいたします。

主な内容　１）冷却フィンへの取り付け　２）端子について　３）静電破壊について

１） IGBTモジュールの冷却フィンへの取り付け

１－１）冷却フィン

　フィンのモジ

ュール取り付け

面の反りは、ネ

ジ穴の間隔で

100μm以下、表

面粗さは 25S 以上として下さい。また、切

削屑等の異物が無い様注意し、ネジ穴は必ず

面取り（M4～M8 のネジで面取り推奨値；

C0.5）して下さい。

１－２）推奨締め付けトルク

モジュールのフィンへの取り付けはグリ

スをベース面に塗布しフィンへ押し付けた

後、ネジにより取り付けます。ネジの締め付

けは、必ず仮締め、本締めの２回（もしくは

それ以上）に分けて行って下さい。仮締め、

本締めの各推奨トルクを表１に示します。仮

締めは必ず定格トルクの 1/5～1/3 以下で行

って下さい。（表１では推奨トルクの 1/5～

1/3で記載）

１－３）グリス（サーマルコンパウンド）

の塗布方法
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図１．グリスの多点塗布の位置
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塗布するグリスの厚みは 100μm～150

μm 程度が適当であり、締め付け後にモ

ジュールベース部の外周全体から、グリ

スがはみ出す程度の量をご使用下さい。

（はみ出したグリスは拭き取って下さ

い）

推奨するグリスとその比重を表２に示

します。

ベース面に塗布するグリスの量 u(g)

は、塗布厚さを t(cm)、グリスの比重を

k(g/cm３)、ベース面積を s(cm３)とすると

ｕ＝ｓ×ｔ×ｋ  (g)

となります。

　多点に分散して塗布する場合は各々、

IGBモジュールと冷却フィン間には必ずグリスを塗布し、以下の方法を参考として下さい。

ⅰ）モジュールのベース面にグリスを塗布します。

塗布はローラーやハケによって均一に塗布するか、図１の様に同じ量のグリスを多点

に分散して塗布する方法を推奨致します。

ⅱ）次にモジュール面を、グリスがベース前

面に広がる様にフィンを手で押しつけて

下さい。この時、グリスがモジュール周辺

全体からはみ出す程度が適量となります。

ⅲ）ネジ止めは、図２に示す順序、表１に示すトルクにて締め付けて下さい。手動、又は

電動ドライバーにより締め付けます。(電動ドライバーの場合は、トリク管理の行われ

たものを使用しトルクのオーバーシュートにご注意願います。)

１－４）推奨ネジ締め順序

パッケージの取り付け時、ネジ締め付けは図２に示すように、仮締め時、本締め時で次の

順序で行って下さい。

仮締め時（２点締めの場合）；Ａ－Ｂ　の順

本締め時（２点締めの場合）；Ｂ－Ａ　の順

仮締め時（４点締めの場合）；Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ　の順

本締め時（４点締めの場合）；Ｄ－Ｃ－Ｂ－Ａ　の順
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代理店

表２．推奨グリスとその比重

No メーカー 形式 比重

１ 信越化学工業(株) G746 2.66g/cm３

２ 東芝シリコン(株) YG6260 2.5 g/cm３

位置 A 位置 D

位置 C 位置 B

位置 A 位置 B

２点締めパッケージ

４点締めパッケージ

図２．IGBTモジュール銅ベース外観
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